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C1130 
谐振式MEMS微振镜 

简介 

C1130是一款静电驱动型谐振式MEMS微振镜。具有稳定性高、体积小、重量轻等

特点。微振镜由可动结构和固定结构构成，可动结构包括镜面、扭转梁、动梳齿；固定

结构包括静梳齿，可动结构通过扭转梁与固定结构连接。微振镜表面镀有金材质的薄

膜，反射率>95%（>800nm）。 

特点 1 静电梳齿驱动 应用 1 激光投影 

 
2 单轴高速扫描  2 AR/VR 

 
3 金材质的镜面  3 机器视觉（3D扫描、人脸识别） 

 
4 低功耗  4 激光雷达 

 
5 体积小  5 血管显像 

 
6 运动状态稳定  …… 

MEMS 微振镜参数 

项目 值 单位 

镜面直径 3 mm 

频率 1.15±10% KHz 

驱动电压 40~140 V 

寿命 >1012 次 

存储温度 -40~85 ℃ 

工作温度 0~70 ℃ 

工作环境 GB/T16292-1996 万级及以下   



MEMS 微振镜频率特性 

 

 

注：图中所示频率为驱动信号频率，驱动信号频率通常为微振镜工作频率的两倍。 

MEMS 微振镜驱动 

MEMS微振镜工作在谐振状态，其扭转幅值与所加载的驱动信号频率相关，详情请

参考C1130幅频特性曲线。MEMS微振镜在驱动时首先需要加载高于f2且低于f3的驱动

信号，以确保MEMS微振镜工作在稳定域内，然后再改变驱动信号的频率使达到需要的

扭转幅值，驱动信号频率变化率应小于300Hz/s。驱动信号频率超出f3或低于f1后MEMS

微振镜将停止工作。如下表所示为某一颗C1130的参考频率参数。 
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参数 f1 f2 f3 单位 

频率 2312 2355 2529 Hz 

驱动信号为方波电压信号，占空比为50%，通常情况下驱动信号的频率为MEMS微振

镜工作频率的两倍。驱动信号的高电平电压范围参考C1130幅压特性曲线，低电平为0V。

可参考以下驱动电路。 

 

MEMS微振镜驱动参考电路 

MEMS微振镜引脚与功能 

 

C1130引脚顺序 

注：请注意芯片内金线的连接方式，以判断引脚的编号。 
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各引脚功能 

序号 名称 描述 备注 

1 - - - 

2 GND 接低电平  

3 HP1 接高电平  

4 - - - 

5 - - - 

6 - - - 

7 - - - 

8 - - - 

9 - - - 

10 - - - 

11 - - - 

12 HP2 接高电平  

13 GND 接低电平  

14 - - - 

MEMS 微振镜封装尺寸 

 

注：为显示金线等内部结构，上图中尺寸不包含保护玻璃，保护玻璃厚度0.5mm； 

除非在特殊环境或保护下，否则不可去除保护玻璃, 若在无保护条件下去掉保护玻璃后果自负。 



修订记录 

 修订记录积累了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。 

修订日期 版本 修订说明 

2017-4-28 V1.0.0 第 1 次版本发布 

2019-02-03 V1.0.1 增加了参考驱动电路 

2020-12-22 V1.1.1 修正幅频曲线和三维尺寸 
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